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1. はじめに

　次世代配線板研究会では 2次元の板としてのプリント配
線板の将来像，さらに，その後 3次元配線としてのプリン
ト配線板の将来像を追加して，検討を進めている。ここで
はロードマップではなく，種々の問題点を解決出来たとし
たときの像を目的としたので，近い将来の形ではない。
　電子通信情報機器（以下，IT機器とする）は半導体部品
を始め多くの部品の集合体で，半導体チップ単独で装置を

構成したものはなく，すべて，プリント配線板に搭載・接
続をすることにより作られている。この接続は図 1のよう
に，幾つかの実装階層よりなり，それぞれの階層に形を変
えたプリント配線板が大きく関与している 1)。これは，超
微細な回路より構成される半導体チップのファンアウトの
連鎖である。
　プリント配線板の検討については，①パッケージ基板，
②マザーボード・バックパネル，③パワー機器のプリント
配線板，④フレキシブルプリント配線板の 4つのWGを作
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図 1.　電子機器の実装階層


